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研究課題名 三次元積層型プロセッサチップを用いた超高性能並列処理システム

研究の概要等 本研究では高度マルチメディア社会における情報処理技術の核となるような新し

い三次元積層型プロセッサチップと、それを用いた超高性能並列処理システムを開

発することを目的とする。情報処理システムの高性能化には並列処理の導入が効果

的であるが、共有バスで複数のプロセッサ を接続するシステ(PE: Processor Element)

ムではバスの競合によりシステム性能は期待する程には改善されない。そこで、本

研究では、高速のチップ間データ転送が可能である光インターコネクションを用い

て、複数の共有メモリチップを接続することにより、メモリチップ間で擬似的にメ

モリの共有動作を行なわせる新しい共有メモリシステムを提案する。また、三次元

集積化技術を用いて共有メモリチップを多層積層型とし、各メモリ層を一つのポー

、 。 、トに割り当てることによって 共有メモリチップ自体もマルチポート化する 更に

三次元積層型の共有メモリとプロセッサチップを積層することによってマルチポー

ト共有メモリ入力の新しいプロセッサ・エレメントを実現する。本研究では、この

ような三次元プロセッサチップを実際に設計、試作するとともに、それらを光イン

ターコネクションで接続した共有メモリ結合型並列処理システムモジュールも試作

して、基本的なシステムの性能まで評価する。
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